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T e c h n i s c h e s   D a t e n b l a t t 
 

  260 K 
 

ON EN 29453 S-Sn97Cu3 

ISO 9453 S-Sn97Cu3 

ON EN ISO 3677 S-Sn97Cu3  230-250 

vormals DIN 1707 L-SnCu3 

vormals AFNOR NF A 81-362 96E1 

vormals QQ-S-571 - 

Werkstoff-Nr. 2.3691 

 

Zusammensetzung Sn 97 % / Cu 3 % 

Solidus 230 °C 

Liquidus 250 °C 

Arbeitstemperatur 300 °C 

 

Dichte (kg/dm³) 7,3 

Brinell-Härte (HB) 15 

Ausdehnungskoeffizient ([1/K]·10⁶] - 

Elektrische Leitfähigkeit (m/Ω·mm²) 7,5 

Max. Dauerbetriebstemperatur kurzfristig auftretende Spitzentemperatur 200 °C 

 (max. ½ Festigkeit) 

 

Zugfestigkeit Kupfer:   60 MPa  
 Messing: 50 MPa 
 Stahl:     40 MPa 
 

Scherfestigkeit Kupfer:   30 MPa 
 Messing: 20 MPa 
 Stahl:      25 MPa 

Lieferformen: 

Lotdrähte Ø 0,25 bis 10mm 

Röhrenlote Ø 0,5 bis 3mm mit Flussmittel nach DIN EN 29454_1.1.2 bzw. 

ISO 9454-1 vormals DIN 8511 oder andere Spezifikationen. 

Lotstäbe, Lotstangen, Lotbarren, Lotfolie, Lötpulver, Lotpasten, Ring- und Stanzformteile. 

 

Anwendung 

Werkstoffe: Kupfer, Kupferlegierungen, Messing, Nickel, Nickellegierungen, Stähle, Edelstähle 

Branchen: Sonnenkollektoren Stillstandstemperatur bis 200 °C u. 6 bar Druck lt. ÖNORM M 7826, 

Kupferrohre für Trinkwasserleitungen. Heizung und Kältetechnik, Elektronik, Elektrotechnik, Metallwaren, 

Feinmechanik, Luft- und Raumfahrttechnik, Apparatebau, Gute Wärme- und Kältebeständigkeit. 

 
 


